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71 D-Pak-Entfernung

Nacharbeit Pinzettenmethode

Leiterplattentyp: R, F, W, C
Siehe 1.4.2
Fertigkeiten: Fortgeschritten
Siehe 1.4.3

Konformitatsgrad: Hoch
Siehe 1.5.1

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Abschnitte 1.7 (Grundiiberlegungen), 1.8 (Arbeitsstationen, Werkzeug, Material und
Prozesse) und 1.9 (Bleifreie Legierungen) enthalten wichtige Hinweise zur Arbeit mit
diesem Verfahren, einschlieRlich u. a. mit Zinn-Blei- und bleifreien Legierungen.
Dieses Verfahren gilt auch fur bleifreie Produkte.

BENOTIGTE GERATE

Lotstation
Pinzettenhandstiick
Entnahmespitzen

MATERIAL

Lot mit Flussmittelseele
Flussmittel
Reiniger

VERFAHREN

1.

Entfernen von Schutzbeschichtungen (wenn vorhanden) und Beseitigen von
Verunreinigungen, Oxid und Rickstanden von der betreffenden Flache.

2. Entlétspitzen in Pinzettenhandstlick einsetzen.

3. Begonnen wird mit einer Temperatur der Spitze von ca. 315 °C [599 °F].

10.
1.
12.

Temperatur falls notwendig anpassen.

Flussmittel auf die warmeableitende Anschlussflache und die
Bauteilanschliisse auftragen. (Siehe Bild 1).

Spitze reinigen. Siehe Verfahren 2.8.

Unterseite und Innenkanten der Pinzettenspitzen mit Lot verzinnen.
(Siehe Bild 2).

Létspitze Uber das Bauteil absenken und Handstlick zusammendriicken,
sodass die Bauteilanschliisse mit den Spitzen beriihrt werden. (Siehe Bild 3).

Vollstandiges Aufschmelzen des Lots an ALLEN Verbindungen kontrollieren
und Bauteil von der Leiterplatte abheben. (Siehe Bild 4).

Bauteil durch Streichen lber eine warmebestandige Oberflache von den
Spitzen I6sen.

Lotspitzen erneut verzinnen und Handstlck in Ablagestander ablegen.
Anschlussflachen fur den Bauteilwechsel vorbereiten. (Siehe Bild 5).
Falls gefordert, reinigen und inspizieren.

Das im Handbuch IPC-7711/7721 Nacharbeit, Anderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen enthaltene
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Empfehlungscharakter. Anwendung oder Anpassung sind vollstandig freiwillig. IPC Gibernimmt keine Verantwortung
irgendwelcher Art fir Anwendung, Nutzung oder Anpassung des Inhalts. Der Anwender tragt die alleinige Verantwortung,

Vorkehrungen gegen Forderungen und Anspriiche aus Patentverletzungen zu treffen. Die in diesem Handbuch enthaltenen

Verweise dienen der Information des Nutzers und beinhalten keine Bestétigung durch IPC.

Bild 1 Flussmittel auftragen

Bild 2 Lotspitzen verzinnen

Bild 3 Lotspitzen liber das Bauteil absenken
und Handstiick zusammendriicken

Bild 4 Aufschmelzen des Lots kontrollieren
und Bauteil abheben

Bild 5 Anschlussflachen fiir den
Bauteilwechsel vorbereiten.
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